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　近年，サーマルマネージメントという言葉を，あらゆる
ところで耳にするようになった。電子機器は，その名の通
り電力を利用する機器であるが故，消費電力の大部分が熱
となってしまう。熱が発生すると，電子機器の温度は上昇
する。一方で，半導体デバイスを始めとする電子部品は，
高温環境下に弱いものが多い。よって，熱を効率的に逃が
す必要性が生じる。また，電子機器は小型化が進んでいる
ため，電子機器内部部品の実装密度が高くなっている。こ
れは，発熱部品を小さなスペースに押し込むことを意味
し，仮に発熱量が変わらなかったとしても，単位体積もし
くは単位面積あたりの発熱量である発熱密度は上昇する。
電子機器から外気への放熱は，対流と輻射が主であり，機
器の表面積が大きくなるほどこれらの放熱性能は高くな
る。つまり，現在は，機器の小型化により表面積が小さく
なっているため放熱環境がより厳しくなる一方で，発熱密
度が上昇しており，電子機器は熱管理の観点からは困難な
状況に置かれている。
　このような現状を受けて，エレクトロニクス実装学会
（以下，JIEP）でもサーマルマネージメントに関する研究の
動きが活発になってきた。毎年開催される国際会議である
ICEP で は，2010年 ま で DMR (Design Modeling and 
Reliability)の一環として議論されていたサーマルマネージ
メントが，2011年から独立したセッションとなった。この
動きを受けて，2012年にはサーマルマネージメント研究会
が設立された。サーマルマネージメントとは，いわば伝熱
工学を電子機器の熱管理に応用する分野であり，伝熱工学
という学問分野と切り離して考えることはできない。熱移
動に関する研究は，古くから行われており，熱に関連する
あらゆる現象を扱う学会もある。これらの学会でも，電子
機器の冷却に関する議論が古くからなされており，多くの
知見が蓄積されている。サーマルマネージメント研究会
は，他学会で蓄積された知見を JIEPに紹介することや，
JIEP独自の観点からの知見の蓄積を行うことを目的とし
て，情報のギブアンドテイクをモットーに活動している。

今回の特集号では，サーマルマネージメント研究会のメン
バーを中心に執筆を依頼し，電子機器のサーマルマネージ
メントに関する広い話題を紹介したいと思う。
　サーマルマネージメントと一言で言っても，冷却・放熱
技術，温度計測技術，コンピュータシミュレーションを含
む温度予測技術，高熱伝導性材料の開発などカバーする範
囲は広い。今回の特集号では，冷却技術として，空冷技術
および液冷・沸騰冷却技術の研究動向や開発動向を紹介す
る。また，温度予測技術として，複雑構造の電子部品のモ
デリング技術の一例を紹介する。高熱伝導性材料に関して
は，3DICに利用することを目的とした高熱伝導性樹脂材の
一例の紹介を行う。また，電子部品を製造する上で，熱に
対する信頼性を確保することは重要な課題である。熱に対
する信頼性に関する規格は多種多様であるが，それらのい
ずれもが実情にあった規格になっているとは言い難いのが
現状である。そこで，現在広く用いられている規格のう
ち，マイクロプロセッサに関する規格，および表面実装型
抵抗器に関する規格に関して，その問題点や注意点を紹介
する。
　この度，サーマルマネージメント研究会の特集号を企画
してくださった関係者の方々と多忙の中で執筆を快諾して
下さった著者の方々に，この場を借りて感謝の意を表した
い。
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